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JALリゾートシーホークホテル福岡　出発 
東京エレクトロン九州株式会社　本社・合志事業所 
昼食 
三菱電機株式会社　パワーデバイス製作所　熊本工場 
博多駅着　解散 

プレゼンテーション ポスター出展 

11/11
（水） 

11/13
（金） 

18:00

Lunch Break12:00

アジア半導体機構（ASTSA）& Microelectronics Packaging and Test Engineering Council （MEPTEC） MOU締結式 13:00

9:00

レセプションパーティー 18:30

18:30 閉場 

閉場 19:30 19:30 閉場 

20:00 閉場 

開会宣言 13:00 開場 

9:00 開場 

13:00

※先着30名様で締め切らせて頂きます。 
※都合により変更させて頂く場合がございます。 
※視察先の都合により、参加をお断りする場合がござ
います。予め御了承下さい。 

The 9th International Workshop on
Microelectronics Assembling and Packaging

11/12
（木） 

Power Electronics

Invited Talks

Green Device

3D Integration

Taiwan Session

India Session

エクスカーション※ 

（ポスター出展会場にて行います） 
Poster Session with Wines

Advanced Technology of Intelligent 
Power Module(IPM) 
■マジュームダール　ゴーラブ, 三菱電機
（株）パワーデバイス製作所（JAPAN） 
 
Analyzation of Power Supply and 
Grund Noise （Chip-Package-Substrate） 
■渡辺　亨, アンソフト・ジャパン（株）
（JAPAN） 

Bridges from Chips to Packages　チッ
プ（ウエハプロセス）とパッケージの架け橋 
■湊　忠玄, 三菱電機（株）パワーデバイス
製作所（JAPAN） 
 
Electric Vehicle - The New Revolutions 
from India 
■Hema Annamalai, Ampere Vehi-
cles Pvt. Ltd.(India)

Adjustment 
■Eric Beyne, IMEC(BELGIUM) 
 
Electrochemical Process for through 
via/bump formation without CMP and 
Lithographic Processes 
■Jae-Ho Lee, Hongik University （KOREA） 
 
Impact of Glow Discharge Technology 
on Surface and Cross-Section Analysis 
■加賀　徹, （株）ナノスケール（JAPAN） 

Temporary Bond Materials and 
Equipment for 3-D/TSV Integration 
■レイモンド　ラウ, ズースマイクロテッ
ク（株）（JAPAN） 
 
Report on Active Device Embedding 
Technology using ESC5 Process 
■笹栗　真二, パナソニック ファクトリー
ソリューションズ（株）（JAPAN） 

Taiwan 3D IC Industrial Value Chain 
■Ian Yi-Jen Chan, 工業技術研究院（ITRI） 
（TAIWAN） 
 
Semiconductor Business in Taiwan 
■Yoshinori Sasaki, MARUBUN TAI-
WAN,  INC.（TAIWAN） 

DRAM Package Bandwidth Study 
■Daniel Fann, Powertech Technology 
Inc.（PTI）（TAIWAN） 
 
Adjustment 
■James Cheng, Global Unichip Corp. 
(GUC)（TAIWAN） 

Adjustment 
■Poornima Shenoy, India Semicon-
ductor Association(ISA)(INDIA) 
 
IT先進国インドにおける海外大手先進企業
向け最先端のオフショア設計・開発・検証サー
ビスとは? 
■山田　聡, eInfochips. Ltd.（India） 

Automotive Systems - Semiconductor 
Perspective 
■Ramabrahmam R, KPIT Cummins 
Infosystems Ltd.(INDIA) 
 
Adjustment 
■George Fowlger, Nokia India(INDIA)

Present and Future of Digital Tech-
nology 
■山口　純史, NECエレクトロニクス（株）
（JAPAN） 
 
Overview of the Indian Automotive 
Industry: The growth of Mahindra 
Group 
■Vishal Pawar, Mahindra Engineering 
Services Ltd.（INDIA） 

Adjustment 
■N Krishnan, Software Technology 
Parks of India（INDIA） 
 
Current and Future Strategy of Semi-
conductor Industry in U.S.A. 
■Joseph Fjelstad, Microelectronics 
Packaging and Test Engineering Coun-
cil（MEPTEC）（U.S.A.） 
 

Recent Technology of Organic 
Electro-Luminescence(OEL) 
■米田　清, 元コダック（株）（JAPAN） 
 
Adjustment （LED） 
■（株）東芝セミコンダクター社（JAPAN） 
 
Colorful and Plastic Solar Cells for 
Ubiquitas Power Generation 
■吉田　司, 岐阜大学（JAPAN） 
 
 
 

Our latest model FS3500N － Short 
cycle time of 1.7 sec/chip is 
attainable in combination with high 
alignment accuracy of ±2μm,  by our 
original function and highly stiff frame 
structure. 
■新字　史尊, 東レエンジニアリング（株） 
（JAPAN） 
 
Laser Scribing of Hard and Brittle 
Materials （Sapphire,  GaN,  SiC） 
■長友　正平, （株）レーザーソリューショ
ンズ（JAPAN） 

（株）ニコンテック 
Nikon製半導体縮小投影型露光装置　NSRシリーズ 
 
サムコ（株） 
SAMCOのTSV Solutionの紹介 
TSVプロセスで使用される弊社のCVD装置、エッチング装置、洗浄装置 
 
（株）ビームセンス 
X線透視技術 
マイクロフォーカスX線透視装置　FLEX-M863 
 
福電資材（株） 
アクセル社のグラフィックスLSIのデモンストレーション・（サブ）エコ
インク 
 
エスペック九州（株） 
エスペック製品、デイジ社X線検査装置、タムラ製リフロー炉等の紹介 
Wet処理装置（実機） 
 
（株）トプコン 
チップ外観検査装置『Viシリーズ』・ウェーハ表面検査装置『WMシリーズ』 
 
ワボウ電子（株） 
プリント基板の設計から試作実装・量産までの一貫受託型EMSメーカー 
アートワーク設計（プリント基板、サブストレート）、実装（表面実装、フリッ
プチップボンディング）等の保有技術紹介 
 
（株）九州岡野エレクトロニクス 
高速・広温度範囲のデバイス温度試験装置デモPR 
ペルチェ式デバイス温度試験装置 
 
ズース・マイクロテック（株） 
三次元実装／MEMS／Advanced Packaging用装置紹介 
ズースの各装置説明パネル、露光／塗布・現像／接合装置 
 
（株）ウォルツ 
実装・評価用TEGウェハ、ウェハ及び基板 
 
三星ダイヤモンド工業（株） 
脆性材料のスクライビング加工、Rapyulas 
 
東レエンジニアリング（株） 
FC3000s/R&Dから少量生産まで対応可能なセミオートタイプの実装機 
 
アンソフト・ジャパン（株） 
電源機器設計向けAnsoft社、ANSYS社解析ソリューション 
Ansoft社電気特性抽出ツール及びANSYS社熱流体解析ソフトウェア 

（株）シンテック 
IC設計／開発、基板製作、実装、組込、部材供給などのターンキーソリュー
ションのご紹介 
 
（株）アルデート 
KYECグループの事業紹介、Businesses & Capabilities of KYEC 
Group 
 
並木精密宝石（株）／アダマンド工業（株） 
Ga2O3単結晶基板、GaN単結晶研磨技術、サファイヤ坩堝、フェムト秒
レーザ加工、サファイアSTEP基板、ダイヤモンドニードル、Wire 
Bonding用キャピラリー、MEMS設計foundryサービス、Wafer 
level package用技術を紹介します。今回は並木グループとして、並木
精密宝石（株）・アダマンド工業（株）の共同出展です。 
 
パナソニック ファクトリーソリューションズ（株） 
ESC5プロセスを用いた部品内蔵基板技術 
 
長瀬産業（株） 
長瀬産業株式会社、Pac Tech社では無電解メッキ技術を用いたウェ
ハバンピングサービス、バンピング関連装置の販売をワールドワイド
で展開しております。また、北九州学研都市に半導体実装開発センター
を設置し、フリップチップ、SIP、MEMS等に様々な用途に対応すべく実
装技術を開発しています。 
 
ウシオ電機（株） 
ウシオ電機の露光装置 
 
eInfochips. Ltd. 
eInfochip社はIT技術先進国として発展著しいインドに本社とR&Dラ
ボを置き、 世界的な海外の先進企業向けに エレクトロニクス設計・開
発・検証サービスを提供するリーディング・カンパニーです。本セミナー
では業界最先端のオフショア及びオンサイトでの技術サービスについ
て、海外先進事例を交え 御紹介致します。 
 
南インド セミコン&組込システム交流会（主催:（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）、インドとの経済・人材交流を促進する協議会、福岡市、ASTSA） 
Network with South India on Semiconductor & Embedded 
System 
出展(予定)企業・機関: 
インド半導体協会(ISA)、Software Technology Parks of India 
(STPI)、Mahindra Engineering Services Ltd.、Ampere 
Vehicles Pvt. Ltd.、Nokia India、KPIT Cummins Infosystems 
Ltd.、CMC Ltd.、HCL Technologies、Kasura、Ittiam Systems、
Mandate、MindTree Ltd.、Patni、Sasken、SoftJin、Tessolve

Session 1：基調講演（11月11日PM） 

NECエレクトロニクス（株）　代表取締役社長　山口純史氏及
び米国の実装業界団体MEPTECの Joseph Fjelstad氏から、
半導体産業の現状分析と将来をテーマにご講演頂きます。 
また、Software Technology Parks of India (STPI) のN 
Krishnan氏からはインドIT産業の動向を、自動車・航空機メー
カーであるMahindra　Engineering社のVishal Pawar氏から
はインドのカーエレクトロニクス産業についてご講演頂きます。 
 
 
Session 2：Green Device（11月11日PM） 

注目されるグリーンデバイスの中から、LED、有機EL、色素
増感太陽電池に注目し、グリーンデバイスによって切り拓かれ
る社会や製造技術に関するプレゼンテーションを行います。 
 
 
Session 3：Power Electronics（11月12日AM） 
パワーエレクトロニクスのキーデバイスであるパワーデバイス
の技術動向に加え、インドのAmpere社から電気バイクの技術
動向に関するご講演を頂きます。 
 

Session 4：3D Integration（11月12日AM） 

IMEC(ベルギー)のGeorge Fowlger氏による最新の三次元実
装技術に関するプレゼンをはじめ、国内外の企業・機関による
部品内蔵基板やTSV(Through Silicon Via)、解析等に関する
技術報告を行います。 
 
 
Session 5：Taiwan Session（11月12日PM） 
工業技術研究院　電子興光電研究所　所長　Chan氏をはじめ、
Powertech TechnologyやMARUBUN TAIWAN、Global 
Unichip社等、台湾の半導体業界をリードする企業・機関によ
るセッションです。 
 
 
Session 6：India Session（11月12日PM） 
Nokia India社やインド半導体協会 (ISA)をはじめ、半導体・
IT産業を対象とした最新のインドビジネスをテーマとしたセッ
ションです。 

ポスター出展企業一覧 （2009年10月4日現在、順不同） 

※は、日本貿易振興機構（ジェトロ）の地域間交流（RIT）
事業の支援を受けています。 

※ 




